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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2020年中国LED封装市场深度调研与投资前景研究报告》共七章。

首先介绍了LED封装相关概述、中国LED封装市场运行环境等，接着分析了中国LED封装市场

发展 的现状，然后介绍了中国LED封装重点区域市场运行形势。随后，报告对中国LED封装

重点企业经营状况分析，最后分析了中国LED封装行业发展趋势与投资 预测。您若想对LED

封装产业有个系统的了解或者想投资LED封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 

    LED封装具有技术密集型和资本密集型的特点，由于中国大陆具有成本优势和迅速扩大

的LED应用市场，国际及台湾封装厂商纷纷到大陆投资建厂，以取得就近配套与终端市场优

势，使得中国大陆的LED封装产业得以持续快速的增长，也使得中国大陆成为全球重要

的LED封装基地，这不仅扩大了中国大陆LED封装在世界LED封装领域的市场占有率，同时也

提升了中国大陆厂商的LED封装技术，加速了整个产业的快速发展。中国封装产业初步形成

了珠江三角洲、长江三角洲、闽赣地区、环渤海区域等四大LED密集区域，中国正在成为世

界重要的LED封装基地。 

    中国发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部和国家质检总局等6 部门

联合公布《半导体照明节能产业发展意见》，提出&ldquo;到2015 年，半导体照明节能产业产

值年均增长率在30％左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20％左右，液晶背光

源达到50％以上，景观装饰等产品市场占有率达到70％以上&rdquo;等目标。随着中国政府大

力支持LED行业的发展，预计未来几年LED封装将会出现增长。 

    2005-2012年中国LED封装市场规模增长情况 

 

资料来源：博思数据研究中心整理 
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